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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Moisture absorption after pressure vessel conditioning

TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARD AND

Part 2-630: Test methods for materials for interconnection structures —

FOREWORD

b International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of JEC is to p
brnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and{electronic fie
£ end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specific

the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental an
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

eement between the two organizations.

b formal decisions or agreements of IEC on technical matters expréss) as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each techni€al' committee has representation fr|
brested IEC National Committees.

[ Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Immittees in that sense. While all reasonable efforts are ‘'made to ensure that the technical content
blications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or fi
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity, IEC\National Committees undertake to apply IEC Publig
hsparently to the maximum extent possible,in-their national and regional publications. Any dive
ween any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indic
latter.

~

itself does not provide any attestatign of conformity. Independent certification bodies provide con
essment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible f}
vices carried out by independent-certification bodies.

users should ensure that they have the latest edition of this publication.

mbers of its technical eommittees and IEC National Committees for any personal injury, property dam
er damage of any fhature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee
enses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
blications.

ention is drawn*to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat
ispensablé for the correct application of this publication.

entiop-i§ “drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sub
enfrights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The text of this International Standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
91/1471/CDV 91/1503/RVC

brising
omote
ds. To
hAtions,

Chnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (heredfter referred to ag “IEC
blication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natiohal Committee intgrested

non-
losely

h the International Organization for Standardization (ISO) in accordance”with conditions determined by

htional
pm all

htional
bf IEC
br any

ations
gence
hted in

ormity
br any

liability shall attach to IEC, or its directors, employees, servants or agents including individual expeits and

age or
5) and
er [EC

ons is

ject of

e 91:

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 61189 series, published under the general title Test methods for
electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies, can
be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,

e withdrawn,

]l allo + <l olads
. rj:labcu oy arevisea—eattton;of

e amended.
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TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARD AND

OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 2-630: Test methods for materials for interconnection structures —

Moisture absorption after pressure vessel conditioning

1 Scope

This
clad |

2 N

The f
conte
cited

any gmendments) applies.

IEC 4

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms-ahd definitions given in IEC 60194 apply.

ISO ¢
addrg

a) T
b) T

document specifies a test method to determine the amount of water absorbed-by n
aminates after conditioning in a pressure vessel for 1 h,2h, 3 h,4 hor5h.

ormative references

ollowing documents are referred to in the text in such a way that some or all of
nt constitutes requirements of this document. For dated references, only the e
applies. For undated references, the latest edition of the refereénced document (incl

0194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions.

nd |IEC maintain terminological -databases for use in standardization at the follg
sses:

C Electropedia: available atthttp://www.electropedia.org/
O Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
reparation of test specimens

he specimens, shall be etched using any appropriate method.
ne edges of-the test specimen shall be sanded smooth after etching.

5 I‘estspecimens
a) Skesi i .

hetal-

their
dition
Liding

wing

b) Specimens shall be cut not less than 25 mm from the edge of the sheet.

c) A

minimum of four specimens shall be tested.

d) The test specimens used in this test shall be 50 mm + 0,5 mm long by 50 mm £ 0,5 mm
wide by the thickness of the material (unless otherwise specified).

e) The test specimens shall be etched to remove the copper foil using any appropriate

m

ethod.
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b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

-6- IEC 61189-2-630:2018 © IEC 2018

Test apparatus

Circulating air oven capable of maintaining a uniform temperature of 105 °C to 110 °C.

Desiccator — A stabilization chamber (drying cabinet) capable of maintaining less than 20 %
R.H.at21°C =2 °C.

Analytical balance with a resolution of £0,1 mg (or better).

Pressure vessel — A standard laboratory autoclave pressure vessel having a capacity of at
least 71, equipped with a properly calibrated pressure gauge to maintain
103,4 kPa + 3 kPa (gauge pressure).

Stopwatch.

Tlest procedure

The specimens shall be cleaned by at least three repeated wipes with a clean)damp dloth.
The specimens shall be conditioned by drying in the circulating air oven for 1 h at 105 °C
tq 110 °C.

Remove the specimens from the oven and allow them to cool te toom temperaturg in a
desiccator.

Weigh each specimen immediately upon removal from the desiccator to the ndarest
0J1 mg.

Record the weight as W1.

The specimens will be placed in a suitable rack for,stspending in the pressure vessel

Ppur enough water, as recommended by the mandfacturer, into the pressure vessel.
Cpver with the lid and bring to a boil withoutpressurizing.

When steam is observed at the vent, take’ off the lid and suspend specimens verfically
over the boiling water, being careful not'to allow specimens to touch each other gr the
whlls of the pressure vessel. This steprshall be done rapidly to avoid undue cooling ¢f the
whter and pressure vessel.

The heat-up time should be controlled at 7 min + 1 min.

After reaching 103,4 kPa, maintain this condition for one of the condition times below

1) Condition A 1h, “&'5 min

2) Condition B 25h +5min

3) Condition C 3h +5min

4) Condition<D 4h *5min

5) Condition E 5h £5min

AL the~end of the conditioning time, cool and vent the pressure vessel as recommendgd by
tHedmanufacturer.

Carefutty Temove the hotSpecimens from the pressure vessetr and piot ary withra paper

towel.
Immediately weigh each specimen to the nearest 0,1 mg.
Record the weight as W2.
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8 Calculation

a) The % moisture pickup is defined as:

% Moisture = W x 100 %

b) The average moisture pickup is defined as:

o .
Ave. % Moisture = Sum of 4 results for % Moisture

4

9 Report

The report shall include:

a) the test method number and revision level;

b) the identification and description of the material tested;
c) the % moisture pickup for each of the four test trials;
d) the average % moisture pickup of the four test trials;

e) the date of the test;

f) amy degradation of the surface of any of the test specimens;
g) any deviation from the test method;

h) the name of the person conducting the test.
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8)

9)

La
co

objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de _normalisation dans les dorn

de
de

Gulides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'l[EC"). Leur élaboration est.confiée a des comités d'étuds

tra
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tra
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Le
du
int
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co
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Da
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et

rédionales correspondantes doivent-étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'l

fodrnissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marqy
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indépendants.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES CARTES IMPRIMEES ET AUTRES STRUCTURES
D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES -

Partie 2-630: Méthodes d'essai des matériaux

pour structures d’interconnexion —
Absorption d'humidité aprés conditionnement
dans un récipient sous pression

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation (mandiale de normal
nposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natienaux de I'lEC). L'IEC

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'IEC — entre autres activités — gublie des Normes internati
b Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS)

vaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité’ peut participer. Les organis
brnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent égaleme
vaux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Interhationale de Normalisation (ISO), seld
ditions fixées par accord entre les deux organisations.

b décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la n
possible, un accord international sur les sujets étudiés; étant donné que les Comités nationaux dd
bressés sont représentés dans chaque comité d’étudess-

E Publications de I'I[EC se présentent sous laforme de recommandations internationales et sont a
nme telles par les Comités nationaux de I'lEC\Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qu

entuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

hs le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans t

régionales. Toutes divergences-‘entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationa

FC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépe

formité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certif|

Iir tout prejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de q
ure duesce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice)
ben'ses” découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'IEC ou de toute

s les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatior].

sation
B pour
haines
bnales,
et des
s, aux
ations
nt aux
n des

hesure
e 'IEC

jréées
b I'IEC

lssure de I'exactitude du contenu technique de‘ses publications; I'l[EC ne peut pas étre tenue responsgble de

ute la
bnales
es ou

hdants
es de
cation

taires,
I'lEC,
Lelque
et les
autre

blication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

réf

érencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de

brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61189-2-630 a été établie par le comité d’études 91 de I'lEC:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.


https://iecnorm.com/api/?name=035279a517763868f99465fd01a58b9f

-10 - IEC 61189-2-630:2018 © IEC 2018

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
91/1471/CDV 91/1503/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61189, publiées sous le titre général Méthodes
d'esspi pour les matériaux électriques, les cartes imprimées et autres . strudtures
d’intdrconnexion et ensembles, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié @vant la daje de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch™ dans les dornées
relatipes au document recherché. A cette date, le document sera
e rgconduit,

e slipprimé,

e rgmplacé par une édition révisée, ou

e amendé.
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METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES CARTES IMPRIMEES ET AUTRES STRUCTURES
D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES -

Partie 2-630: Méthodes d'essai des matériaux
pour structures d’interconnexion —
Absorption d'humidité aprés conditionnement
dans un récipient sous pression

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode d'essai pour déterminer,.la-quantité f'eau
absofbée par les stratifiés plaqués métal aprés conditionnement dans, dn récipient|sous
presgion pendant 1 h, 2 h, 3 h,4houb h.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, peur tout ou partie de leur contenu,
des pxigences du présent document. Pour les réféfences datées, seule [I'édition [citée
s’applique. Pour les références non datées, la derniere édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements),

IEC 60194, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées — Termgs et
définjtions.

3 Termes et définitions

Pour [les besoins du présent document, les termes et définitions de I''EC 60194 s'appliquent.
L'ISJ et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utiljsées
en ngrmalisation, consultables aux adresses suivantes:

4
a)
b)
5

a)
b)
c)
d)

e)

=

19

R

C Electropedia=disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

O Onlinedrowsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

réparation des éprouvettes d'essai

L

S éprnll\/nﬁne doivent étre gra\/c’nnc en utilisant la méthode apprnprién

Les bords de I'éprouvette d'essai doivent étre poncés aprés gravage.

Eprouvettes d'essai

Les éprouvettes doivent étre en stratifié plaqué cuivre.

Les éprouvettes doivent étre coupées a 25 mm au moins du bord de la feuille.

Au moins quatre éprouvettes doivent étre soumises a essai.

Les éprouvettes d'essai utilisées pour cet essai doivent mesurer 50 mm £ 0,5 mm de long
et 50 mm £ 0,5 mm de large selon I'épaisseur du matériau (sauf spécification contraire).

Les éprouvettes d'essai doivent étre gravées afin d'éliminer la feuille de cuivre en utilisant

la

méthode appropriée.
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Four a chaleur tournante capable de maintenir une température uniforme de 105 °C a
110 °C.

Dessiccateur — Une enceinte de stabilisation (armoire séchante) capable de maintenir une
humidité relative inférieure a 20 % a 21 °C + 2 °C.

Balance analytique avec une résolution de +0,1 mg (ou mieux).

Récipient sous pression — Un autoclave de laboratoire normalisé d'une capacité de 7 | au
moins et équipé d'un manomeétre correctement étalonné afin de maintenir une pression de
103,4 kPa + 3 kPa (pression manomeétrique).
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LIS éprouvettes doivent étre conditionnées par séchage dans le four’a chaleur tour
p

Le¢s éprouvettes seront placées dans un rack adapté pour étre suspendu dans le réc

SL|u|spendre les éprouvettes a la werticale au-dessus de I'eau en ébullition en veillant

hronométre.

rocédure d’essai

bs éprouvettes doivent étre nettoyées en procédant a au moins (trois essuy
iccessifs a I'aide d'un chiffon humide propre.

ndant 1 h a une température comprise entre 105 °C et 110 °C.

la sortie du dessiccateur, peser immédiatement chaque éprouvette au 0,1 mg pres.

bter le poids sous W1.

us pression.

brser une quantité d'eau suffisante dans le récipient sous pression selof
commandations du fabricant.

bplacer le couvercle et porter a ébullition sans mise sous pression.
brsqu'un échappement de vapeur“est observé a travers |'évent, retirer le couver
e les éprouvettes n'entrent pas en contact entre elles ou avec les parois du réc

us pression. Cette étape doit étre effectuée rapidement afin d'éviter un refroidissg
désirable de I'eau et du.récipient sous pression.

convient de régler lextemps de chauffage a 7 min £ 1 min.

brés avoir attejnt.la pression de 103,4 kPa, maintenir cette condition pendant I'un¢
nditions temporelles suivantes:

Conditien-A 1h +5min
Conditien B 2h +5min
Condition C 3h 5 min

ages

hante

btirer les éprouvettes du four et les laisser refroidir a temperature ambiante dans un
dessiccateur.

pient

les
tle et
a ce

pient
ment

b des

AW N =

Condition D 4 h + 5 min

5) Condition E 5h +5min

A la fin du temps de conditionnement, laisser le récipient sous pression refroidir et se
purger selon les recommandations du fabricant.

m) Retirer avec précaution les éprouvettes chaudes du récipient sous pression et sécher a
I'aide d'une serviette en papier.

n) Peser immédiatement chaque éprouvette au 0,1 mg pres.

o) Noter le poids sous W2.
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